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Ogolne zasady zwalczania zakidcen

Wszystkie metody eliminacji zaktocen polegaja w zasadzie na
maksymalnym zwigkszaniu stosunku energii sygnatow uzytecznych
do energii sygnaldw zaktocajacych.

Najbardziej efektywnymi metodami zwalczania zakiocen sa:
- ekranowanie od zaklocen promieniowanych,
- filtrowanie zakiocen przewodzonych,
- wlasciwe uziemianie oraz kablowanie urzadzen.

Niejednokrotnie skutecznos¢ danej metody zalezy od stosowania drugie;
metody, jak to ma miejsce przy ekranowaniu 1 filtrowaniu, ktére musza
by¢ stosowane jednoczesnie.



Uziemianie

Zastosowanie wlasciwego systemu uziemiania w projektowanym urzadzeniu
elektronicznym oszczedza wiele klopotow zwiazanych z zakidceniami w czasie
uruchamiania 1 eksploatacji sprzetu.

Mimo Ze nie ma w zasadzie jednolitej recepty na stosowanie wlasciwego systemu
uziemiania, gdyz zalezy to Scisle od wielu szczegolnych cech konkretnych urzadzen,
mozna okresli¢ przynajmniej pewne ogdlne zasady postgpowania przy jego wyborze.

Idealne uziemienie jest rozumiane jako powierzchnia o zerowym potencjale 1 zerowe;j
impedancji, ktora stuzy jako elektryczny punkt odniesienia dla wszystkich sygnalow
danej aparatury.

W praktyce, dla zblizenia si¢ do idealu, powierzchnia uziemiajaca powinna by¢
realizowana z bardzo dobrze przewodzacych materiatow, jak np. miedz, i powinna
mie¢ wystarczajaca grubos¢ w celu zapewnienia minimalnej rezystancji przy
wszystkich czgstotliwosciach sygnaléw. Minimalna rezystancja uziemienia zabezpiecza
przed szkodliwymi sprzezeniami powodujacymi zaktocenia.



Uziemianie

W systemie uziemienia aparatury mozna wyodrebni¢ trzy zasadnicze rodzaje (szczeble)
uziemien:

- uziemienia w ramach modutéw wykonanych na ptytkach drukowanych,

- uziemienia przy okablowaniu modutow

- wreszcie uziemienia calej aparatury.

*Uziemienia w ramach modutéw sa wykonywane za posrednictwem odpowiednich Sciezek
drukowanych, przy czym prowadzenie tych sciezek rozni si¢ w zaleznosci od liczby warstw

przewodzacych ptytek drukowanych. W przypadku drukéw jedno- czy dwuwarstwowych

sciezki uziemiajace powinny by¢ prowadzone jak najwieksza powierzchnia, rownolegle 1

jak najblizej $ciezek zasilajacych. W przypadku drukéw wielowarstwowych uziemienia sg
prowadzone wydzielona do tego celu warstwa przewodzaca. Jest to najbardziej skuteczna

metoda rozwiazania uziemienia modutu. Rozwigzanie takie zmniejsza w maksymalnym
stopniu odlegtos¢ ptaszczyzny uziemiajacej od doprowadzen sygnatowych uktadow
sprowadzajac ja do grubosci ptytki drukowanej modutu. Dodatkowa zaleta tego rozwigzania

jest ekranowanie uktadow rozdzielonych warstwa uziemiajaca.
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Rys. 4.8, Rozne metody wykonywania polgczen uziemiajgcych: a) zerowanie niezalezne (,,plywa-
jace"); b) zerowanie jednopunktowe; c¢) zerowanie wielopunktowe



Uziemianie

W systemie uziemienia aparatury nalezy odroznia¢ uziemienie jako punkt
odniesienia sygnatow od tzw. uziemienia ochronnego, ktore stanowi obudowa
aparatury. Uziemienia te powinny by¢ odizolowane od siebie wewnatrz aparatury.
W ogo6lnosci istniejq trzy zasadnicze metody wykonywania potaczen
uziemiajacych (rys. 4.8):

— uziemienia ,,plywajace", odizolowane od reszty uktadow aparatury
wykorzystujacych wlasne niezalezne wezty odniesienia,

— taczenie jednopunktowe potencjatow zerowych uktadéw do ptyty
uziemiajacej,

— uziemienia wielopunktowe.

Ekranowanie

Ekranowanie urzadzen elektronicznych ma na celu zabezpieczenie ich przed
zaktoceniami promieniowanymi przez inne urzadzenia jak roéwniez przed
promieniowaniem zaktocen wiasnych. Skutecznos¢ ekranowania zalezy przede
wszystkim od rodzaju uzytego do tego celu materiatu oraz od grubosci ekranu.



Okablowanie

Zaktocenia moga by¢ przenoszone z jednego uktadu czy urzadzenia do drugiego za
posrednictwem wzajemnego okablowania. Zabezpiecza przed tym wykonywanie
okablowania za pomoca specjalnych przewodow ekranowanych lub par skreconych.

Wybor wlasciwego okablowania zalezy od mocy sygnatu, jego czestotliwosci,
dopuszczalnego poziomu zaktocen 1 wymagan mechaniczno-klimatycznych.

W ogdblnosci zaleca si¢ stosowac nastepujace zasady:

— Dla zewngtrznych doprowadzen zasilania stosowac przewody nie ekranowane.

— Dla wewngtrznych doprowadzen zasilania stosowa¢ mozliwie szeroko platery
lub szyny zasilajace wielowarstwowe.

— Dla matej czestotliwosci 1 uziemien wielopunktowych stosowac przewody
eckranowane.

— Dla matej czestotliwosci 1 uziemien jednopunktowych stosowac pary skrecone.

— W przypadku ostrych wymagan co do thumienia zakidcen matej czestotliwosci
stosowac ekranowane pary skrecone.

— Dla wielkiej czestotliwosci 1 dlugich potaczen stosowac przewody wspotosiowe.

— Dla wielkiej czestotliwosci, dtugich potaczen, matych poziomoéw sygnatu i
niezbyt dobrych uziemien stosowac symetryczne przewody ekranowane.



Metody eliminacji zaklocen w poszczegolnych
blokach funkcjonalnych

Eliminacja zaklocen w zasilaczach.

Zasilacze stanowig jeden z podstawowych blokow sktadowych wigkszosci urzadzen
elektronicznych.

Zaklocenia pochodzace z zasilaczy moga mie¢ dwojakie zrodto:
* moga by¢ generowane wewnatrz samego zasilacza i przenoszone do pozostatych
uktadow urzadzenia
* moga by¢ generowane w uktadach funkcjonalnych 1 przez zasilacz zaktocac prace
innych uktadow.

Idealny zasilacz sam nie generuje zaklocen 1 nie przenosi ich z innych uktadow czy z
sieci zasilajace;.

W celu uzyskania takiego zasilacza do jego realizacji musialyby by¢ stosowane uktady

nie wytwarzajace zadnych zaktocen, a kazde doprowadzenie przewodowe zarowno

wejscia jak 1 wyjscia byloby idealnie odsprzgzone 1 zackranowane od wpltywow
wszystkich zewngtrznych pol elektrycznych 1 magnetycznych.



Rys

Metody eliminacji zaklocen w poszczegolnych
blokach funkcjonalnych

Kiedy jednak jeden wspolny zasilacz musi zasila¢ wiele réznych uktadow, powinna by¢
zastosowana odpowiednia technika ttumienia zaktocen. Zasilacz powinien wtedy
1zolowac poszczegdlne uktady od siebie, a zrodta zaktocen w uktadach powinny by¢
odsprz¢zone 1 izolowane od innych uktadow. Filtrowanie zaktocen powinno by¢
dokonywane u samego ich zrodta. Na rys. 4.9 pokazano rozmieszczenie filtrow
przeciwzakloceniowych dla przypadkow, kiedy zaktocenia sa wytwarzane w zasilaczu 1
w zasilanych uktadach.
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4.9, Metody filtracji zaklocen w zasilaczach: a) przypadek generacji zaklécenn w zasilaczu;
b) przypadek generacji zaklocenn w ukladzie zasilanym



Metody eliminacji zaklocen w poszczegolnych
blokach funkcjonalnych

Waznym problemem konstrukcyjnym ze wzgledu na zaklocenia jest rOwniez fizyczna
lokalizacja ukladéw elektronicznych urzadzenia. Teoretycznie, wszystkie uklady
wykorzystujace wspolny zasilacz powinny by¢ umieszczone mozliwie jak najblize;
zasilacza. Takie rozwigzanie czesto wyeliminuje problem zaklocen jeszcze przed jego
powstaniem. Rys. 4.10a przedstawia zasilacz oddzielony konstrukcyjnie od obciazenia.
Widac stad, ze do eliminacji zaktocen zastosowano dwa oddzielne ekrany, jeden filtr, kabel
ekranowany oraz jeden ekran wewngtrzny. W przypadku gdy zasilacz jest ulokowany tuz
przy samym obcigzeniu (rys. 4.10b), wymagany jest tylko jeden ekran.

Rys. 4.10. Sposoby konstrukeji zasilaczy: a) przypadek oddzielenia obcigzenia od zasilacza;
b) przypadek integracji obeiazenia z zasilaczem



